
スマートフォン 夢のイノベーションを、明日につなぐSMARTPHONE
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05025 ±０.０５   ±０.０５    ±０.０５
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1005 ±０.１       ±０.１     ±０.０５
1608 ±０.１       ±０.１     ±０.０５

ランド ソルダペースト

ペーストはんだ印刷 部品搭載 はんだ付け完了

1 2 3 4

チップソルダー
大型部品

µ

µ

● 高品質な低銀化を達成
●プロファイルの変更が不要
● 高速印刷が可能
● 短時間リフローが可能
● 生産歩留が安定

高騰する貴金属の使用を抑え、Ｍ705同等以上の品質特性を達成

融点の低温化技術でＭ705と同一条件実装を実現、大幅な生産コストを削減

熟知したレオロジー理論で高速印刷に耐えるペーストを実現、生産効率の向上に大きく寄与

卓越した有機合成技術で短時間リフローを実現、生産効率の向上に大きく寄与

長年培った総合技術力が高品質を実現しており、常に高い生産歩留まりを約束します

コストを、徹底的に削減できる『Ｍ40』SPシリーズ

はんだ量の不足が予測されるランドに『チップソルダー』を

はんだ量の不足が予測される実装に0402サイズもラインナップ

3D実装POP用転写ペースト　Ｍ705－ＮＳＶ300

耐落下衝撃性に優れた 『Ｍ61』ソルダボール

□ 短時間リフローが可能なＳＰシリーズペースト□ 高速（150mm/s）印刷での転写状態 □ 短時間リフローでも品質は確保 □ SPシリーズで、生産タクトを約30％短縮

□ Ｍ705と同等以上、低銀でも高品質を確保 □ 固溶体強化で高品質を獲得 □ 高速印刷が可能なSPシリーズペースト

□ BiとInの添加で低融点化を実現、
    プロファイル変更は不要

特   長 製品仕様

● ＳＭＤと同時に自動搭載可能なテーピング仕様

● ソルダペーストと同時に溶融、追いはんだ付けが不要

● 適切なはんだ量の供給で、高い接続信頼性を確保

□ チップソルダーを自動搭載、同時溶融

□ シールドケースの接合補強に□ チップソルダー寸法公差 □ リフローでの挿入部品実装 □ 吸着面を平滑にして搭載精度を向上

□ 大型部品の接合補強に

特   長 製品仕様

□ 一定量のはんだを良好に転写

□ Ball to Ball によるＰＯＰ実装 □ NSV300を使用したＰＯＰ実装 □ NSV300の介在で未融合不良率0％を実現

製品仕様

□ 落下試験結果 □ 破壊断面観察 □ Cu核ソルダボールで空間確保と狭ピッチ化を解決 □ Cu核ボールで3Ｄ実装を容易に □ シェア強度は、BGAソルダボールと同一

□ 組成 □ 軟材料化で、はんだバルクの応力緩衝効果を狙う
□ 添加元素・添加量最適化による接合界面改質で、
    応力集中を回避

● 良好な転写性を有し、Ball-Ball 実装での未融合を激減

● POPやTMV Pakageにも対応し、良好なはんだ付け性を実現

● 反りに強く、ハロゲンフリーでありながら、従来製品以上の性能

特   長

● 耐落下衝撃性に優れるソルダボール

● 微細接続、高密度接続、高品質実装に対応

● あらゆる表面処理材料に対応

特   長

各種合金の耐熱疲労性比較

チップソルダー搭載

チップソルダー

純粋な金属（Sn）

外部ストレス

欠陥

固溶体強化

外部ストレス

異質な原子の混入で変形を抑制

Bi，In の添加元素による

固溶強化の効果から、

低Ag化の強度低下を補う

転移・変形

転写性が欠如する印刷用ペースト

ソルダペースト

フラックス

加熱

加熱

フラックスを介在する接合 未溶融不良率＝約２％

ＮＳＶを介在する接合 未溶融不良率＝０％

ＰＫＧ側界面の拡散層で破壊

はんだバルク硬度はAg量に大きく依存

あらゆる表面処理材料に対応する、Ｍ61（Sn-1.0Ag-0.75Cu-0.07Ni）

表面処理；電解 Ni/Au PKG 表面処理 : Cu-OSP PKG 表面処理 : 無電解Ni/Pd/Au

無電解Ni/Pd/Auめっき皮膜に効果が大きい

M705は接合界面、M61ははんだバルクで破断

電解 Ni/Au

Ｍ６１

Cu-OSP 無電解 Ni/Pd/Au
■はんだボールを用いたPOP実装

スペースの変化と短絡

Ｃｕコアボール（スペーサー）

Solder Plating Ｃｕ核＋フラックス

7.24 ７.24７.28

Ｃｕ核＋Ｍ７０５ Ｍ７０５ボール

（単位；Ｎ）

リフロー

リフロー

■Cu核ソルダボールを用いたPOP実装

ＩＣチップ

一定のスペースを確保

10回落下後 20回落下後 5回落下後

170回落下後 120回落下後 330回落下後

M61は従来のSn-Ag-Cu組成と比較し、約2倍以上の高い落下衝撃性を有する

接合工程時の模式図
M61は接合界面の拡散層を、薄く微細平滑化し品質を向上した

Ｍ705（Sn-3.0Ag-0.5Cu）

M705
厚い拡散層

大きな拡散層 微細な拡散層

薄く平滑な拡散層

Ni の添加で拡散層の薄層化と微細平滑化を

M61

M61M705
Ｍ61（Sn-1.0Ag-0.75Cu-0.07Ni）

リフロー 冷却

Sn-Ag-Cuの最適化により
応力緩衝効果を付与

共晶相（Ag3Sn Cu6Sn5 化合物）
Sn相

強度

Ag濃度低 高

Sn-1.0Ag Sn-3.0Ag

ビッカース硬度　（0.49N/30sec）

硬い

柔らかい

良好な転写性を示すNSV300

高度なレオロジー技術と微細な真球パウダーが高速印刷を可能に

0.4mmPitch BGA　開口 200um／マスク厚 100um

微細なパウダー 150mm/s での印刷状態

シ
ェ
ア
強
度（
Ｎ
）

0.4mmPitch BGA　開口200um／マスク厚100um 卓越した有機合成技術で、短時間リフローを実現

ソルダペースト印刷 部品搭載 リフロー

ソルダペースト印刷

チップ
ソルダー

チップソルダー

曲面は空気が入り吸着力が弱まる 平面は空気が入らず吸着力が強い

※ 平滑化仕様は、
    ０６０３サイズ未満
※ 特許出願中

平滑化した
チップソルダー

はんだ

はんだ

シールドケース

シールドケース

ソルダ
ペースト

ソルダ
ペースト

リフロー

リフロー

印刷 はんだ量が少ない接合

印刷＋搭載 はんだ量が充分な接合

はんだ量が充分な接合

空気 空気はんだ量が少ない接合

（単位；ｍｍ）

部品搭載 リフロー

充分な濡れ性を確保

リフローの短縮化で生産効率をUP

約 30％の短縮

Ｍ４０

Ｍ705
印刷

充分な接合性を確保

チップ部品 シールドケース

界面合金層の生成

SPシリーズ用プロファイル

温
度

約45％の短縮

時間

従来のPbフリーはんだ

従来品（所々のドットに印刷不良） SPシリーズ（印刷不良が見られない）

温度サイクル数（cyc）

温度サイクル条件：　－４０～＋８５℃　保持時間３０ｍｉｎ 
基板表面処理 : Ｃｕ＋ＯＳＰ　　搭載部品 : 3216 チップ抵抗

1Ag M40

0.3Ag M46
3Ag M705

0.3Ag M35

Ball to Ball 実装での『未融合解決』

Cu
Core

Ｍ40＆Ｍ46

従来の方法

チップソルダーではんだを補充

ソルダペースト 挿入部品

リフロー
印刷 印刷 はんだ量が少ない接合 はんだ量が少ない接合

従来の方法

チップソルダー ソルダペースト

ソルダペースト

挿入部品

リフロー
印刷＋搭載 印刷＋搭載 はんだ量が充分な接合 はんだ量が充分な接合

チップソルダーではんだを補充

Ｍ40 ＆ Ｍ46

チップソルダー　

ＮＳＶ300

Ｍ61＆Ｃｕ核ボール

モバイル機器など、落下のリスクの高い製品に

M61

M705

NSV300
未融合が激減

従来品
未融合が
見られる

製品仕様

Smart Connection

自動車 次世代実装を、信頼でつなぐAUTOMOBILE

ウィスカ

6

 

クラックの空気層が、熱伝導性を阻害し放熱効果を低下させる

良好な放熱性

Niボール

傾斜が起因となる
クラック

プリフォーム
はんだが薄いことによる
クラック

ベアチップ

● 耐熱疲労特性に優れ、過酷な使用条件でも高い接合強度を維持

● 熱疲労によるクラック進展を抑制、長期使用でも電気伝導を維持

● ランド面積の小さな軽薄短小化設計でも高い品質を確保

車載搭載製品の軽薄短小化にも対応『M53』ペースト

水平実装で、高放熱特性を約束する『Niボール入りプリフォーム』

腐食起因のウィスカを抑制する 『ES-100SA』

結露起因のマイグレーションを防止する 『MACROS』

□ チップ抵抗での耐熱疲労特性の比較

□ 小さなランドでも強度を確保 □ 断面観察写真比較

□ チップコンでの耐熱疲労特性の比較

特   長 製品仕様

M705 M53

● はんだ厚や傾斜に起因するクラックを抑制し、高放熱特性を実現

● プリフォームによる一定のはんだ厚の確保とボイド低減で、高放熱特性を実現

● 傾斜なきベアチップで、信頼性の高いワイヤーボンディングを実現

□ パワーモジュール概略図

□ 高い放熱効果 □ Niボール入りプリフォームの効果
□ Niボールとシート化工法の開発で、
    良好な接合とボイドを低減

□ 独自工法によるシート化で表面酸化を抑制し、
　 良好なはんだ濡れ性を維持

□ Niボール入りプリフォームとは

特   長 製品仕様

□ 腐食起因のウィスカ

ウィスカ

Snの腐食Snの腐食

□ 腐食抑制剤配合フラックス『ＥＳ-100ＳA』によるＳｎの腐食抑制 □ 腐食抑制剤添加による、腐食物質生成の抑制 □ 腐食抑制剤添加によるウィスカ発生の抑制効果

製品仕様

□ 温度サイクルで亀裂の入ったフラックス残渣に、
    結露した水が残ると、容易にイオンマイグレーションが発生する

□ 温度サイクル試験でも残渣割れが発生しない
    MACROSを開発

□ MACROSは、ウォータードロップ試験でも
    イオン マイグレーションの発生なし

□ フラックスの粘度制御で、
    レーザーはんだ付け固有のフラックス飛散を防止

□ 粘度制御したフラックスでも、
    抜群な切れ性を示し良好な引きはんだ作業を約束

□ フラックスの割れがマイグレーション発生の起因に

● 高温高湿下での、腐食が原因で発生するウィスカを抑制

・フラックスに添加した腐食抑制剤がはんだ表面に吸着し、高温高湿環境下での酸化を抑制
・ウィスカ発生の起因となるハロゲン成分を減量しつつ、はんだ濡れ性を確保
・酸化抑制剤を有するフラックスで、ウィスカ発生を低減

● フラックス残渣は、非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しております

特   長

● 車載など温度変化が激しい環境でも、フラックス残渣が割れない

● 接着力と撥水性が高いフラックス残渣が、マイグレーションの発生を抑制

● レーザーはんだ付けに優れ、レーザー固有のフラックス飛散が発生しない

特   長

特許：4325746

シ
ェ
ア
強
度
（
Ｎ
）

シ
ェ
ア
強
度
（
Ｎ
）

シ
ェ
ア
強
度
（
Ｎ
）

パワーデバイス実装の課題解決
Ni ボールをスペーサーに、水平な高信頼性実装を実現

初期

Chip

3000cyc

クラックがはんだ中に成長

はんだ
半導体素子
絶縁基板

放熱板

Ｏ，Br，Cl

はんだ
85℃ 85%RH  1000h

85℃ 85%RH  1000h

ｳｨ
ｽｶ
発
生
数
(個
)

ｳｨｽｶの長さ（ｍｍ）

汎用品

ES-100SA

イオン
マイグレーション

イオン マイグレーション

ウォータードロップ試験　5Ｖ印加

JIS A 級製品 MACROS JIS A 級製品 MACROS

腐食抑制剤を添加しないフラックス ＥＳ－100ＳA

ＲＭＡ02-Ｄ MACROS

レーザーはんだ付けで発生する飛散　

飛散　

クラック

クラック

クラック クラック部に
イオン マイグレーションが発生

クラックも
イオン マイグレーションも発生なし

クラック・割れ部に水路

マイグレーション

マイグレーション

マイグレーションで
ショート不良

クラック・割れ部に水路形成

水

電圧印加結露

フラックス残渣

温度サイクル

クラック・割れ

クラック・割れの発生

はんだ

はんだ付け

フラックス残渣

クラック 発生なし

温度サイクル試験；-30℃/110℃　2000cyc．　

パッド or 電極

はんだ

パッド or 電極

腐食物

腐食（酸化）　→　体積膨張　→　内部応力発生 
ウィスカ

吸着被膜は、O、Br、Cl、有機酸や酸素などの腐食を促進する物質から保護。

腐食抑制剤による
Snの腐食防止のメカニズム

腐食抑制剤が、はんだ表面に物理的もしくは化学的に吸着し吸着被膜を生成、
Br，Cl、Oなど腐食性物質のはんだ表面への接触を抑制。

はんだ（Sn） 

はんだ（Ｓｎ） 

有機酸 

Ｂｒ、Ｃｌ
Ｏ

Ｂｒ、Ｃｌ
Ｏ

吸着皮膜 
（疎水性基）
（極性基）

はんだ（Sn） はんだ（Sn） 

内部応力腐食（酸化）

厚みの均一化

●Ni ボール入りの場合

Niボール無し

材料

汎用品

ＨＱ
（開発品）

酸化膜厚が厚い

酸化膜厚が薄い

XP分析結果 濡れ性 ボイド

良好な濡れ性 少ないボイド

工法

独自工法

はんだ -Ni 界面 ボイド

合金層を形成せず 多いボイド

合金層を形成している 少ないボイド

汎用市販品

SMIC 開発品

球形

は
ん
だ
厚

素子下 素子上 素子下 素子上

A側 B側

A側 B側 A側 B側

A側 B側

Niボール入り

●Ni ボール無しの場合

チップが傾いており、はんだ厚みが不均一

チップ

はんだ

Ni ボール

基板
Ni ボールが部品のスタンドオフを確保する

Niボール入りプリフォームのX線写真

パワーデバイスのダイボンド用または放熱板のはんだ接合用

ボイドの低減 高品質な合金

冷熱サイクル時に
薄い部分から
クラックが発生

ボイド増加↓
電気抵抗・放熱性

の悪化

過酷な環境に
耐えうる

はんだ合金の選定

均一な球径Ni ボール
の開発

独自のシート化工法
の開発

用途に応じた各種合金
の開発

Chip

温度サイクル 温度サイクル

初期

Chip

3000cyc

Chip

M705に比べ、組織が大きい

温度サイクル数（cyc.） 温度サイクル数（cyc.）

ランド面積（mm2）

BiとInを添加したＭ53は、M705と比較し強度低下傾向が認められない

TCT;-40/+125℃（30min)

BiとInを添加したＭ53は、M705と比較して良好なシェア強度を保持

高強度かつ応力緩和性のあるはんだ合金

2mm

ＨＱ
（開発品）

汎用品

製品仕様

Ｍ53

HQ

ES-100SA

MACROS

はんだのクラック発生を抑制し、高放熱性を実現

Smart Connection


